
股票简称：沪硅产业 股票代码：６８８１２６

上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书
特别提示

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”、“硅产业集团”、“发
行人”、“公司”、“本公司”）股票将于２０２０年４月２０日在上海证券交易所上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，
在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真

实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ： ／ ／
ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审
慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开
发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板新股上市首

日涨幅限制比例为４４％、跌幅限制比例为３６％，次交易日开始涨跌幅限制比例
为１０％。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易
的涨跌幅比例为２０％，首次公开发行上市的股票上市后的前５个交易日不设价
格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证
券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少的风险
上市初期，原始股股东的股份锁定期为３６个月至１２个月，保荐机构跟投股

份锁定期为２４个月， 高管与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者锁
定１２个月，网下限售股锁定期为６个月。 本公司发行后总股本为２，４８０，２６０，０００
股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为４４９，８１９，８９９股，占本次发
行后总股本的比例为１８．１４％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足
的风险。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格

波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资
融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品
进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资
股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者
在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的
维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券
或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
（一）公司尚未盈利且母公司存在累计未弥补亏损风险
２０１６年、２０１７年、２０１８年及２０１９年１－９月，公司的营业收入分别为２７，００６．５０万

元、６９，３７９．５９万元、１０１，０４４．５５万元和１０７，０２６．３８万元，公司扣除非经常性损益后
归属于母公司股东净利润分别为－９，０８１．３２万元、－９，９４１．４５万元、－１０，３３３．３１万
元和－１５，７１７．８０万元，均为负值。

截至２０１９年９月末，公司经审计的母公司报表未分配利润为－１２，３５２．３８万
元，合并报表中未分配利润为２１，７９５．９４万元，母公司报表可供股东分配的利
润为负值。 若公司不能尽快实现盈利，或者控股子公司缺乏现金分红的能力，
公司在短期内无法完全弥补累积亏损。 在首次公开发行股票并在科创板上市
后，公司将存在短期内无法向股东现金分红的风险，将对股东的投资收益造成
不利影响。

（二）行业景气度下降及经营业绩下滑风险
发行人２０１９年１－９月营业收入为１０７，０２６．３８万元，较上年同期（未经审计）

增加３５，３６４．９６万元，变动幅度为４９．３５％；归属于母公司所有者的净利润较上年
同期（未经审计）下降７，３９０．６１万元，变动幅度为－２６９．７５％，扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润较上年同期（未经审计）下降８，８４５．８３万元，
变动幅度为－１２８．７２％。

公司经营业绩下降主要是３００ｍｍ半导体硅片业务带来亏损增加所致，由
于２０１９年上半年受全球宏观经济低迷影响，半导体行业表现疲软，半导体硅片
市场也出现了阶段性调整。 公司子公司上海新昇作为３００ｍｍ半导体硅片的行
业新进入者， 系２０１８年下半年才进入规模化生产， 因此在行业景气度较低时
期， 产品销售受到的影响也相应较大， 产品平均销售单价较２０１８年下降
１６．８４％；另一方面，２０１９年１－９月公司３００ｍｍ半导体硅片产能利用率为４４．３６％，
较２０１８年大幅下降， 同时上海新昇的生产线机器设备大量转固产生的折旧费
用大幅增加，使得产品平均单位成本较２０１８年增加２１．６１％，因此公司３００ｍｍ半
导体硅片出现较大亏损，产品毛利较上年同期下降８，７１４．８３万元。

尽管公司子公司２０１９年１－９月Ｏｋｍｅｔｉｃ的收入和净利润均较上年同期有
所增加，２０１９年３月末纳入合并报表的新傲科技的经营情况在２０１９年４－９月保
持稳定，但如果后续宏观经济环境持续恶化或半导体行业景气度进一步下降，
而上海新昇未能进一步扩大３００ｍｍ半导体产品销售、 提高产能利用率并有效
降低成本，则公司存在未来业绩下滑幅度继续扩大的风险。 同时，如果公司未
来仍未盈利且业绩下滑幅度继续扩大，则公司的资金状况、业务拓展、人才引
进、团队稳定、研发投入等方面可能会面临受到限制或影响的风险。

（三）技术研发风险
半导体硅片是芯片制造最重要的材料，是半导体产业的基石。同时半导体

硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。 公司是我
国率先实现３００ｍｍ半导体硅片规模化生产的企业，３００ｍｍ半导体硅片相关的
技术达到了国内领先水平，但与国际前五大硅片制造企业在产品认证数量、适
用的技术节点等方面相比仍有一定差距。 当前公司正处于奋力追赶国际先进
企业的进程之中。

半导体硅片行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研
发风险大的特点。随着全球芯片制造技术的不断演进，对半导体硅片的技术指
标要求也在不断提高，若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术
上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，将导致公司与国际先进
企业的差距再次扩大，对公司的经营业绩造成不利影响。

（四）关键技术人才流失风险
我国半导体硅片产业起步较晚，国内关键技术人才非常稀缺。具有丰富经

验的国际化技术团队是公司取得竞争优势的关键。 截至２０１９年９月３０日，公司
已有技术研发人员４２３人，形成了以李炜博士、ＷＡＮＧ ＱＩＮＧＹＵ博士、Ａｔｔｅ
Ｈａａｐａｌｉｎｎａ博士为核心的国际化技术研发团队。公司已向技术团队提供了富有
竞争力的薪酬待遇和期权激励，以提高技术团队的忠诚度和稳定性。但随着我
国半导体硅片行业的持续发展，人才竞争将不断加剧，若公司的关键技术人才
大量流失，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

（五）市场竞争加剧风险
全球半导体硅片行业市场集中度很高，主要被日本、德国、韩国、中国台湾

等国家和地区的知名企业占据。 目前，全球前五大半导体硅片企业规模较大，
合计市场份额达９３％。 其中，日本信越化学市场份额２７．５８％，日本ＳＵＭＣＯ市场
份额２４．３３％， 德国Ｓｉｌｔｒｏｎｉｃ市场份额１４．２２％， 中国台湾环球晶圆市场份额为
１６．２８％，韩国ＳＫ Ｓｉｌｔｒｏｎ市场份额占比为１０．１６％。 相较于行业前五大半导体硅
片企业，硅产业集团规模较小，占全球半导体硅片市场份额２．１８％。

近年来随着我国对半导体产业的高度重视， 在产业政策和地方政府的推
动下，我国半导体硅片行业的新建项目也不断涌现。伴随着全球芯片制造产能
向中国大陆转移的长期过程， 中国大陆市场将成为全球半导体硅片企业竞争
的主战场，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争。 因此，
公司面临市场竞争加剧的风险，以及被替代的风险。

（六）客户认证风险
半导体硅片是芯片制造的核心材料， 芯片制造企业对半导体硅片的品质

有着极高的要求，对供应商的选择非常慎重。 根据行业惯例，芯片制造企业需
要先对半导体硅片产品进行认证，才会将该硅片制造企业纳入供应链，一旦认
证通过， 芯片制造企业不会轻易更换供应商。 公司作为中国大陆率先实现
３００ｍｍ半导体硅片规模化销售的企业，３００ｍｍ半导体硅片部分产品已获得格
罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、华润微电子等芯片制造
企业的认证通过。 截至２０１９年９月３０日，公司３００ｍｍ半导体硅片认证通过的客
户数量已达４９家。但３００ｍｍ半导体硅片国产化的时间较短，部分目标客户仍处
于产品认证阶段， 若公司的３００ｍｍ半导体硅片产品未能及时获得重要目标客
户的认证，将对公司的经营造成不利影响。

（七）无实际控制人风险
公司无控股股东和实际控制人。截至本上市公告书签署日，国盛集团和产

业投资基金为公司并列第一大股东，持股比例均为３０．４８％。充分制衡的股权结
构虽然有利于提高决策的科学性，但也可能影响公司的决策效率，在公司需要
迅速做出重大经营和投资决策时， 充分制衡的股权结构可能导致公司贻误发
展机遇。

此外， 国盛集团或产业投资基金虽然在自发行人股票上市之日起１２个月
内不主动谋求对发行人的控制权， 且承诺自发行人股票上市之日起锁定３６个
月，但不排除在发行人股票上市１２个月后，通过二级市场增持、协议受让、认购
发行人增发的股份等方式，提高持有发行人股票比例，从而导致发行人本次发
行前并列第一大股东的持股比例发生变化， 并可能导致公司董事会成员构成
发生变化， 公司治理结构的变化可能对公司经营和业绩的稳定性产生不利影
响。

（八）子公司整合及管理风险
公司为控股型企业 ， 公司报告期内通过业务重组控制了上海新昇 、

Ｏｋｍｅｔｉｃ、新傲科技三家子公司后，分别从资产、业务、团队建设等方面对上述
子公司实施了整合，对控股子公司的研发、生产、经营、人事、财务等方面实施
控制和管理。但是上海新昇报告期内尚未实现盈利，新傲科技纳入公司合并报
表时间较短，而Ｏｋｍｅｔｉｃ位于境外，子公司管理难度较大。若公司对控股子公司
的控制体系得不到有效的执行， 公司可能无法及时了解相关子公司的实际经
营情况，也无法实施有效的整合及管理措施，从而产生一定的子公司整合及管
理风险。

（九）固定资产投资风险
公司所处的半导体硅片行业属于典型的资本密集型行业， 固定资产投资

的需求较高，尤其是半导体硅片生产制造所需的拉晶设备、抛光机、外延设备、
检测设备等关键设备的购置成本高昂， 规模化生产所需的生产线建设投入巨
大。 截至２０１９年９月３０日，公司固定资产账面价值为２９７，３６５．０４万元，占公司总
资产比例为３２．８９％，其中机器设备账面价值为２３０，５３０．３６万元。 半导体硅片的
生产线建设从设备调试、产品认证到批量生产，需要不断对制造工艺和技术参
数进行调试。 因此，半导体硅片的生产线从投产至达到设计产能，需要经历较
长的周期。 若公司营收规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折
旧，公司将面临业绩下降的风险。

（十）商誉减值风险
截至２０１９年９月末，公司商誉账面价值为１１０，７８４．０３万元，其中因收购上海

新昇、Ｏｋｍｅｔｉｃ和新傲科技产生的商誉分别为４，５３０．４５万元、６８，０７５．６４万元和
３８，１７７．９３万元。 公司已根据《企业会计准则第８号———资产减值》的相关规定
对上海新昇、Ｏｋｍｅｔｉｃ和新傲科技产生的商誉分别进行了减值测试，经测试，上
述商誉均未发生减值。

半导体行业长期处于增长态势， 但短期需求呈现一定的波动性的特征，
２０１９年半导体行业疲软系行业周期性的波动，并未发生趋势性的下降。 ２０１９年
１－９月公司各子公司的经营状况正常，其中Ｏｋｍｅｔｉｃ的收入和净利润均同比增
长，但是上海新昇３００ｍｍ半导体硅片业务的亏损较上年同期有所增加。如果后
续宏观经济环境持续恶化或半导体行业出现趋势性下降， 亦或上海新昇未能
进一步扩大３００ｍｍ半导体产品销售、提高产能利用率并有效降低成本，则公司
存在商誉发生减值的风险。

（十一）知识产权争端风险
公司所处的半导体硅片行业属于典型的技术密集型行业， 具有技术优势

的半导体硅片企业均会通过申请专利的方式对自身核心技术进行保护。 截至
２０１９年９月３０日，公司及控股子公司拥有已获授权的专利３４０项，其中中国大陆
１１７项，中国台湾地区及国外２２３项；公司拥有已获授权的发明专利３１２项。公司
一方面重视自身研发体系的自主性与合规性， 竭力避免自身技术和产品落入
竞争对手专利的保护范围；另一方面公司也重视对自主知识产权的保护，建立
了知识产权保护体系。若公司被竞争对手诉诸知识产权争端，或者公司自身的
知识产权被竞争对手侵犯，将对公司的生产经营造成不利影响。

（十二）境外收入占比较高的风险
公司子公司Ｏｋｍｅｔｉｃ的生产基地位于欧洲，来自欧洲及北美客户的营业收

入占比较高。 报告期内，上海新昇３００ｍｍ半导体生产线经历从建设、试生产到
达产的各个阶段，营业收入持续增长但绝对金额较小，而新傲科技于２０１９年３
月末前尚未纳入合并范围， 报告期内Ｏｋｍｅｔｉｃ的营业收入在公司占比较高，同
时上海新昇及新傲科技亦有部分营业收入来自于境外。 ２０１６年、２０１７年、２０１８
年和２０１９年１－９月，公司的境外营业收入占比分别为９０．９１％、８８．７７％、８０．８８％及
７２．７４％，虽然呈逐年下降趋势，但比重较大。如果出现国际贸易环境继续恶化、
关税壁垒继续增加、 汇率出现大幅度波动等不利情形， 将影响公司的境外收
入，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（十三）３００ｍｍ半导体硅片产能利用率、产销量下滑趋势延续的风险
２０１９年全球半导体行业景气度下降， 公司３００ｍｍ半导体硅片的销量增长

不及预期，但产能仍处于稳定爬坡阶段，因此２０１９年１－９月公司３００ｍｍ半导体
硅片的产能利用率亦受到影响，下降至４４．３６％。由于公司及时根据市场情况调
整生产计划， 公司３００ｍｍ半导体硅片２０１９年１－９月的产销率仍保持在９４．０５％。
公司作为３００ｍｍ半导体硅片领域的新进入者， 在行业景气周期将分享行业红
利，产能利用率和产销量较高，而在行业景气度低的周期，受到的影响也相应
较大。 公司受宏观经济和行业或自身因素影响，可能存在产能利用率、产销量
短期内下滑趋势延续的风险。

（十四）经营业绩对政府补助存在一定依赖的风险
由于公司所处的半导体硅片行业系国家重点鼓励、扶持的战略性行业，公

司获得的政府补助金额较大。 ２０１６年、２０１７年、２０１８年和２０１９年１－９月，公司计
入其他收益 ／营业外收入的政府补助金额分别为１，７８２．３５万元、９，７２９．７４万元、
１６，６０５．９５万元和１０，６８５．１２万元，占公司当期利润总额的比例分别为－１９．６６％、
４３．１２％、４７１．１６％和－３６５．４４％，占比较高，对公司经营业绩的影响较大。 若公司
未来获得政府补助的金额下降， 将对公司的固定资产投资及在建项目的资金
保障造成一定的不利影响。 公司经营业绩对政府补助存在一定依赖的风险。

（十五）发行人股票期权激励计划影响发行人盈利能力的风险
发行人２０１９年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励

计划 （草案） 的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案，该股票期
权激励计划在发行人完成本次发行并在科创板上市后， 将因股份支付会计准
则，增加发行人未来的主营业务成本和期间费用。

基于截至２０１９年９月３０日已授予且有效的期权份额，假设在未来年度都实
现公司及个人的业绩考核要求、不考虑未来离职率影响的前提条件下，上述激
励计划对发行人未来报告期间的成本、期间费用、利润总额和资本公积的具体
影响如下：

单位：万元
科目 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 合计

主营业务成本 １６７．１４ ２５０．７２ １８６．３４ １０３．６３ ２６．１２ ７３３．９６
期间费用 ２，２３３．９９ ３，３５０．９９ ２，４９０．５９ １，３８５．１４ ３４９．１７ ９，８０９．８９
利润总额 －２，４０１．１４ －３，６０１．７１ －２，６７６．９３ －１，４８８．７８ －３７５．３０ －１０，５４３．８５
资本公积 ２，４０１．１４ ３，６０１．７１ ２，６７６．９３ １，４８８．７８ ３７５．３０ １０，５４３．８５

注：上述期权费用对未来报告期间的利润影响未考虑所得税的影响。
若发行人实施期权激励计划的效果不及预期， 未来报告期间的营业收入

及利润的增长无法覆盖期权激励计划造成的主营业务成本和期间费用的增
加，则将对公司未来的盈利能力造成不利影响。

（十六）存货滞销和跌价风险
２０１６年末、２０１７年末、２０１８年末和２０１９年９月末，公司存货账面价值分别为

１０，２６０．５７万元、９，７０７．０６万元、１８，０４４．８２万元和３９，３９０．９４万元，占资产总额的
比重分别为２．３４％、１．６６％、２．６４％和４．３６％。 公司存货绝对金额较大主要是因为
公司原材料采购周期较长，需要预留足够的原材料用于生产。

报告期各期末，公司的存货跌价准备金额分别为０、０、１５９．５８万元和１，２８１．２９
万元， 存货跌价准备的形成原因为３００ｍｍ硅片中的外延片生产尚在产量爬坡
和产品持续认证阶段，工艺及品质尚待完善，生产成本高于其市价，导致产生
了存货跌价准备。 此外，２０１８年末，当时发行人的参股子公司新傲科技（后于
２０１９年３月末纳入合并财务报表范围）因有部分存货存在滞销的情况，出于谨
慎性原则，新傲科技对存货进行全面清查后，按存货成本高于其可变现净值的
差额计提了３，７８６．５１万元的存货跌价准备。

若未来半导体硅片市场景气度进一步下降、市场价格下跌，公司可能会面
临存货滞销和存货跌价的风险。

（十七）２０２０年全球新型冠状病毒疫情对半导体行业造成不利影响的风险
２０２０年初新型冠状病毒疫情爆发， 公司及境内子公司春节后复工有所延

迟，同时因交通运输受阻公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定
影响。 目前公司及境内子公司均已按照当地政府政策通知及指导要求在防控
疫情的前提下全面复工，生产经营已恢复正常，公司境外子公司的生产经营暂
未受到疫情影响。截至本上市公告书签署日，本次新型冠状病毒疫情尚未对公
司的生产经营造成显著的直接影响。

但若本次疫情在我国长期无法得到有效控制，或者在欧洲、北美、日本、韩
国等国家和地区爆发并难以有效控制， 将可能对全球半导体产业链造成严重
影响，可能导致公司下游芯片制造企业产量下滑、公司原材料供应短缺、公司
境外子公司的生产经营受到影响等不利情形， 将对公司的经营成果产生直接
或间接的不利影响。

第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于２０２０年３月１７日经

中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 同意注册 （证监许可
［２０２０］４３０号《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》）。

具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和

发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，

应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所批准 （自

律监管决定书［２０２０］９９号文）。 本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创
板上市，证券简称为“沪硅产业”，证券代码为“６８８１２６”，其中４４，９８１．９８９９万股
股票将于２０２０年４月２０日起上市交易。

二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：２０２０年４月２０日
（三）股票简称：沪硅产业
（四）扩位简称：上海硅产业集团
（五）股票代码：６８８１２６
（六）本次公开发行后的总股本：２，４８０，２６０，０００股
（七）本次公开发行的股票数量：６２０，０６８，２００股。本次发行均为新股，原股

东不公开发售股份。
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：４４９，８１９，８９９股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：２，０３０，４４０，１０１股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：１４２，４４５，２３３股
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第

八节 重要承诺事项”
（十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第

八节 重要承诺事项”
（十三）本次上市股份的其他限售安排：（１）海通创新证券投资有限公司所

持１８，６０２，０４６股股份限售２４个月， 高管与核心员工专项资产管理计划所持８，
２２６，２２１股股份限售１２个月，其他战略投资者上海华虹（集团）有限公司所持
１２，７８９，２０３股股份及中国保险投资基金（有限合伙）所持１０２，８２７，７６３股股份
限售１２个月。 （２）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户承
诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个
月，本次发行承诺限售６个月的投资者所持股份为２７，８０３，０６８股。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保荐机构：海通证券股份有限公司
三、上市标准
公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股

票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的上市条件：

１、 发行后股本总额为人民币２，４８０，２６０，０００．００元， 不低于人民币３０００万
元；

２、本次公开发行股份总数为６２０，０６８，２００股，占发行后股份总数的２５．００％，
不低于发行人发行后股份总数的２５．００％；

３、市值及财务指标
发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章

２．１．２中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币３０亿元，且最近一年营业收入
不低于人民币３亿元。

发行人本次发行价格为３．８９元 ／股， 发行后股本总额为２，４８０，２６０，０００．００
元， 由此计算对应发行后市值为人民币９６．４８亿元，２０１８年营业收入为人民币
１０．１０亿元，满足上述上市标准。

综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、公司概况
发行人名称 上海硅产业集团股份有限公司

英文名称 Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
注册资本 １８６，０１９．１８万元（发行前）

法定代表人 俞跃辉

成立日期 ２０１５年１２月９日
整体变更设立日期 ２０１９年３月１１日

住所 上海市嘉定区兴邦路７５５号３幢
邮政编码 ２０００５０

电话 ０２１－５２５８９０３８
传真 ０２１－５２５８９１９６

互联网网址 ｗｗｗ．ｎｓｉｇ．ｃｏｍ
电子信箱 ＰＲ＠ｓｈ－ｎｓｉｇ．ｃｏｍ

负责信息披露和投资
者关系的部门 董事会办公室

董事会秘书 李炜

所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务 公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售。

经营范围
研究、开发、生产、加工高端硅基集成电路材料、相关技术及相关产品 ，销售自
产产品以及提供相关的技术咨询和售后服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

二、控股股东、实际控制人的基本情况
发行人不存在控股股东、实际控制人。
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况
１、董事
公司董事会成员基本情况如下：
姓名 现任职务 提名人 任期

俞跃辉 董事长 新微集团 ２０１９．４．２１－２０２２．３．１０

戴敏敏 副董事长 国盛集团 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

任凯 副董事长 产业投资基金 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

孙健 董事 国盛集团 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

杨征帆 董事 产业投资基金 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

蔡颖 董事 武岳峰ＩＣ基金 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

张鸣 独立董事 董事会 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

张卫 独立董事 董事会 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

Ｌｉ Ｔｉｎｇ Ｗｅｉ 独立董事 董事会 ２０１９．６．１１－２０２２．３．１０

２、监事
公司监事会成员基本情况如下：
姓名 现任职务 提名人 任期

杨路 监事会主席 国盛集团 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０
余峰 监事 产业投资基金 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

黄雯静 职工监事 职工大会 ２０１９．３．１１－２０２２．３．１０

３、高级管理人员
目前，公司高级管理人员共５人，具体情况如下：

姓名 现任职务 起始时间

李晓忠 总裁 ２０１９．３．１１
李炜 执行副总裁、董事会秘书 ２０１９．３．１１

梁云龙 执行副总裁、财务负责人 ２０１９．３．１１
ＷＡＮＧ ＱＩＮＧＹＵ 执行副总裁 ２０１９．３．１１

Ｋａｉ Ｓｅｉｋｋｕ 执行副总裁 ２０１９．３．１１

４、核心技术人员
公司核心技术人员基本情况如下：

姓名 现任职务

李炜 硅产业集团执行副总裁、董事会秘书，新傲科技董事长、上海新昇董事长

ＷＡＮＧ ＱＩＮＧＹＵ 硅产业集团执行副总裁，新傲科技总经理、董事

Ａｔｔｅ Ｈａａｐａｌｉｎｎａ Ｏｋｍｅｔｉｃ高级副总裁、首席技术官

５、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况
本次发行后， 公司部分高级管理人员和核心员工通过海通资管汇享硅产

业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份， 海通资管汇
享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售
期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。海
通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的具体情况请
参见本节“七、（一）高级管理人员与核心员工专项资产管理”。

截至本上市公告书签署日，除以上情况外，本公司董事、监事、高级管理人
员、核心技术人员不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份情况。

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员不存在持有发行人债券的情况。

发行人存在首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划，根据《激励计
划》第四章第三条的规定，若本激励计划的股票期权行权时点为公司上市后，
则：（１） 激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起３年内不得减持；
（２）上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的
相关减持规定执行。 公司董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因而
放弃履行承诺。

四、员工股权激励情况
发行人存在首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划（以下简称“本

激励计划”），具体情况如下：
１、本激励计划的激励对象
本激励计划的激励对象共计２６７人，为发行人及其控股子公司的核心管理

人员、核心业务或技术人员，不包括独立董事、监事。
本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条第二

款所述的情况，本激励计划的激励对象符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》第１０．４条的规定。

２、授予股票期权总量
本公司经批准的股票期权激励计划拟授予激励对象不超过１．２９６亿股的

股票期权，股权激励计划的有效期为５年，自股东会批准该计划并确定授予日
之日起计算。 公司上市后，不得再依据本计划向激励对象授予股票期权。

本激励计划实际授予激励对象的股票期权数量为不超过公司股本总额的
５．８７％，即不超过９，５０６．３４万股。

据此， 发行人全部在有效期内的期权激励计划所对应股票数量占公司上
市前总股本的比例未超过１５％，且未设置预留权益。

３、未行权数量
本激励计划为首发申报前制定、上市后实施，均未行权。
４、授予或者登记时间及相关行权
２０１９年４月，发行人向员工授予期权，均未行权。
５、限售安排

根据《激励计划》第四章第三条的规定，若本激励计划的股票期权行权时
点为公司上市后，则：（１）激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起３
年内不得减持；（２）上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高
级管理人员的相关减持规定执行。

五、本次发行前后公司股本情况
本次发行未采用超额配售选择权，本次发行前后股本结构变动情况如下：

股东名称
本次发行前 本次发行后

限售期限
数量（股） 占比（％） 数量（股） 占比（％）

一、限售流通股

国盛集团 ５６７，０００，０００ ３０．４８％ ５６７，０００，０００ ２２．８６％ ３６个月

产业投资基金 ５６７，０００，０００ ３０．４８％ ５６７，０００，０００ ２２．８６％ ３６个月

武岳峰ＩＣ基金 １６２，０００，０００ ８．７１％ １６２，０００，０００ ６．５３％ １２个月

新微集团 １６２，０００，０００ ８．７１％ １６２，０００，０００ ６．５３％ １２个月

嘉定开发集团 １７４，２７２，６００ ９．３７％ １７４，２７２，６００ ７．０３％

１２个月；其中１，２２７．２６
万股股份自２０１９年３月
２９日起３６个月，且自股
票上市之日起１２个月

上海新阳 １３９，６５３，５００ ７．５１％ １３９，６５３，５００ ５．６３％
自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

上海中科高科技工
业园发展有限公司 ４，７１４，１００ ０．２５％ ４，７１４，１００ ０．１９％

自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

盈富泰克创业投资
有限公司 １２，２７２，６００ ０．６６％ １２，２７２，６００ ０．４９％

自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

宁波联利中芯投资
管理合伙企业 （有
限合伙）

１４，００９，４００ ０．７５％ １４，００９，４００ ０．５６％
自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

上海张江创业投资
有限公司 ４，９０１，７００ ０．２６％ ４，９０１，７００ ０．２０％

自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

山西中盈洛克利创
业投资有限公司 ９，０７７，４００ ０．４９％ ９，０７７，４００ ０．３７％

自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

上海联升创业投资
有限公司 ６，０５１，６００ ０．３３％ ６，０５１，６００ ０．２４％

自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

上海武岳峰创业投
资合伙企业 （有限
合伙）

４，５３８，７００ ０．２４％ ４，５３８，７００ ０．１８％
自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

上海信芯投资中心
（有限合伙） ６，０５１，６００ ０．３３％ ６，０５１，６００ ０．２４％

自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

建声实业有限公司 １７，４５２，８００ ０．９４％ １７，４５２，８００ ０．７０％
自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

ＧＳＩ Ｃｒｅｏｓ
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ９，１９５，８００ ０．４９％ ９，１９５，８００ ０．３７％

自２０１９年３月２９日起３６
个月，且自股票上市

之日起１２个月

上海华虹 （集团 ）有
限公司 － － １２，７８９，２０３ ０．５２％ １２个月

中国保险投资基金
（有限合伙） － － １０２，８２７，７６３ ４．１５％ １２个月

海通资管汇享硅产
业员工参与科创板
战略配售集合资产
管理计划

－ － ８，２２６，２２１ ０．３３％ １２个月

海通创新证券投
资有限公司 － － １８，６０２，０４６ ０．７５％ ２４个月

网下限售 － － ２７，８０３，０６８ １．１２％ ６个月

小计 １，８６０，１９１，８００ １００．００％ ２，０３０，４４０，１０１ ８１．８６％ －

二、无限售流通股

无限售条件的流通
股 － － ４４９，８１９，８９９ １８．１４％ －

合计 １，８６０，１９１，８００ １００．００％ ２，４８０，２６０，０００ １００．００％ －

六、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行后、上市前公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）

１ 国盛集团 ５６７，０００，０００ ２２．８６％

２ 产业投资基金 ５６７，０００，０００ ２２．８６％

３ 嘉定开发集团 １７４，２７２，６００ ７．０３％

４ 武岳峰ＩＣ基金 １６２，０００，０００ ６．５３％

５ 新微集团 １６２，０００，０００ ６．５３％

６ 上海新阳 １３９，６５３，５００ ５．６３％

７ 中国保险投资基金（有限合伙） １０２，８２７，７６３ ４．１５％

８ 海通创新证券投资有限公司 １８，６０２，０４６ ０．７５％

９ 建声实业有限公司 １７，４５２，８００ ０．７０％

１０ 宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙） １４，００９，４００ ０．５６％

合计 － １，９２４，８１８，１０９ ７７．６０％

七、本次发行战略配售情况
本次发行的战略配售由高管与核心员工专项资产管理计划、 其他战略投

资者及保荐机构组成。
（一）高管与核心员工专项资产管理计划
高管与核心员工专项资产管理计划具体情况如下：
１、获配股数：８，２２６，２２１股
２、占首次公开发行股票数量的比例：１．３３％
３、本次获得配售股票的持有期限：１２个月
４、专项资产管理计划管理人：上海海通证券资产管理股份有限公司
５、实际支配主体：上海海通证券资产管理股份有限公司
６、计划名称：海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管

理计划
７、参与人姓名、职务及比例

序号 姓名 任职 职务 是否为上市公
司董监高

专项资管计划的持
有比例（％）

１ 李晓忠 硅产业集团 总裁 是 ６．２５％

２ 李 炜 硅产业集团 执行副总裁 ／ 董
事会秘书 是 ６．２５％

３ 梁云龙 硅产业集团 执行副总裁 ／ 财
务负责人 是 ６．２５％

４ ＷＡＮＧ ＱＩＮＧＹＵ 硅产业集团 执行副总裁 是 ６．２５％

５ 徐彦芬 硅产业集团 人力资源总监 否 ３．１３％

６ 方 娜 硅产业集团 总监 否 ３．１３％

７ 全秀莲 硅产业集团 总监 否 ３．１３％

８ 赵瑜珩 硅产业集团 总监助理 否 ３．１３％

９ ＴＺＵ－ＹＩＮ ＣＨＩＵ 上海新昇 首席执行官 否 ６．２５％

１０ ＬＵ ＦＥＩ 上海新昇 副总经理 否 ３．１３％

１１ ＣＨＥＮ ＴＡＩ－
ＨＳＩＡＮＧ（陈泰祥） 上海新昇 副总经理 否 ４．６９％

１２ 黄 燕 上海新昇 副总经理 否 ４．６９％

１３ 瞿红珍 上海新昇 人力资源总监 ／
职工监事 否 ３．１３％

１４ 赵 刚 上海新昇 处长 ／ 总监 否 ３．１３％

１５ 马利哲 上海新昇 处长 ／ 总监 否 ３．１３％

１６ 沈伟民 上海新昇 处长 ／ 总监 否 ３．１３％

１７ 冯 天 上海新昇 处长 ／ 总监 否 ３．１３％

１８ 刘大海 上海新昇 处长 ／ 总监 否 ３．１３％

１９ 汪 军 上海新昇 处长 ／ 总监 否 ３．１３％

２０ ＡＮＤＲＥＷ ＡＮＤＥＨ
ＣＨＡＮＧ 上海新昇 副总经理 否 ３．１３％

２１ 林宏彦 新傲科技 副总经理 否 ３．１３％

２２ 张 昱 新傲科技 副总经理 否 ４．６９％

２３ 王克睿 新傲科技 副总经理 否 ４．６９％

２４ 张卫民 新傲科技 厂长 否 ３．１３％

２５ 钟旻远 新傲科技 总监 否 ３．１３％

合计 － １００．００％

（二）保荐机构跟投情况
保荐机构跟投的具体情况如下：
１、保荐机构相关子公司名称：海通创新证券投资有限公司。
２、保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：海通创新证券投资有限公司

为海通证券股份有限公司的全资子公司。
３、获配股数：１８，６０２，０４６股。
４、占首次公开发行股票数量的比例：３．００％。
５、限售安排：限售期２４个月。
（三）其他战略投资者情况
发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况如下：

战略投资者名称 获配股数（股） 占首次公开发行股票数量
的比例（％） 限售期限

上海华虹（集团）有限公司 １２，７８９，２０３ ２．０６％ １２个月

中国保险投资基金（有限合伙） １０２，８２７，７６３ １６．５８％ １２个月

2020年 4 月 17 日 星期五
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